
                                                                                                      
 

深圳贝特莱电子科技有限公司 

 

 

 

 

 

 

 

BL2291 数据手册 
 

指纹识别传感器 

  

 

版本:1.2 

2015-07-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.blestech.com



 

                                                                                                      
 

1. 概述 

BL2291 是一款方形按压式指纹识别传感器。BL2291 应用第三代射频指纹识

别技术，传感器发出射频信号穿透手指的表皮层检测里层的纹路来获取最佳指

纹图像。BL2291 检测灵敏度高，可产生高质量的图像，从而增加认证的可靠性，

同时只检测人的真皮皮肤，有效杜绝假手指。 

BL2291 采用最新型的表面平坦化注塑封装技术，传感器指纹采集阵列表面

由注塑材料所保护，抗静电、耐磨损、耐腐蚀等特性优异。BL2291 具有超低功

耗，内置振荡器电路、OCP 电路和上电复位电路并使用 SPI 接口，可应用于手

机、平板电脑、PAD 等移动终端设备。 

1.1 特点 

 4.8 mm x 5.6 mm 采集面积； 

 表面平坦化 LGA 塑封封装：方形 9.55 x 9.55mm； 

 112 x 96 pixels 传感器阵列； 

 508 DPI 分辨率，8bit 灰度等级； 

 50 帧/sec 快速采集速度@24MHz SPI speed； 

 塑封+表面保护涂层，可耐受上百万次的磨损； 

 内置 24MHz 振荡器； 

 内置上电复位电路； 

 内置 OCP(Over-Current-Protection)过流保护电路； 

 SPI Slaver 接口； 

 >15KV 的表面 ESD； 

 工作电流< 3mA,手指检测模式< 20uA； 

 认假率（FAR）：< 0.0005%； 

 拒真率（FRR）：< 1%； 

 比对时间：< 0.5 秒； 

 

 



 

                                                                                                      
 

1.2 应用 

 电脑周边 

 手机、平板电脑、超级本  

 MP3、USB-Key、PADs 

 手持设备 

 访问控制设备 

 门禁和考勤 

 便携设备 

 指纹门锁 

 无线设备 

 安全应用 

 医疗设备及存储 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

2. 芯片说明 

2.1    芯片内部构架 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2-1 芯片核心构架图 

 

BL2291 由全定制的数模混合电路构建，内置振荡器电路、OCP 电路、上电

复位电路，能够显著节省 BOM 单成本，并进一步减少整体解决方案所需的电

路板面积。提供易于使用的标准 SPI Slaver 接口，上位机可以非常方便的对传

感器进行配置及图像数据读取。 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

2.2    管脚功能 

Pin Name Type Description 

1 FP_DR_VL Output 指纹射频低驱动输出 

2 SPI_SDO Output 主器件数据输入，从器件数据输出 

3 SPI_SDI Intput 主器件数据输出，从器件数据输入 

4 SPI_CS Intput 从器件使能信号(低电平工作) 

5 SPI_SCK Intput SPI 时钟信号 

6 INT Output 中断信号 

7 RST_N Intput 

芯片复位控制 

0：芯片复位 

1：正常工作 

8 DTEST0 I/O Digital #0 测试端口 

9 DTEST1 I/O Digital #1 测试端口 

10 TEST_MODE Intput 测试模式 

11 SCAN_EN Intput 

芯片扫描控制 

1: 工作 

0: 扫描 

12 ATEST I/O 模拟测试端口 

13 EX_CLOCK Intput 外部时钟信号 

14 AVDD_CP Power Charge pump AVDD 

15 DVDD Power 数字电路电源：1.62～1.98V，通过 1uF 的电容接地 

16 AVDD Power 模拟电路电源：2.5～3.63V，通过 1uF 的电容接地 

17 AVDD Power 模拟电路电源：2.5～3.63V，通过 1uF 的电容接地 

18 VDDIO Power I/O 供电电源：1.62～3.63V，通过 1uF 的电容接地 

19 GND Ground 芯片地 

20 GND Ground 芯片地 

21 GND Ground 芯片地 

22 GND Ground 芯片地 

23 FP_DR_VH Output 指纹射频高驱动输出 
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2.3    芯片尺寸图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             图 2.2  Top 视图和侧视图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
图 2.3  Bottom 视图 



 

                                                                                                      
 

3. SPI Slaver 接口 

 

 

 

 

 

图 3.1  SPI Slaver 时序图  

3.1    SPI 时序特性 

参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

CS，SCK 端 

由 CS(10%)信号到 SCK

（90%）信号的时间 

 TLS1 120   ns 

由 SCK（10%）信号到 

CS（90%）信号的时间 

 TLS2 120   ns 

SCK 端 

SCK 信号低电平时间 
SDO 线的分布

电容小于 2nF 
TCL 166 21  ns 

SCK 信号高电平时间 
SDO 线的分布

电容小于 2nF 
TCH 166 21  ns 

SDI，SCK 端 

由 SDI（10%）信号到

SCK（ 90%）信号的时

间，数据建立时间 

 TSET 30   ns 

由 SCK（10%）信号到

SDI（10%，90%）信号

的时间，数据持续时间 

 THOL 30   ns 



 

                                                                                                      
 

SDO，CS 端 

由 CS（10%）信号到 

稳定的  SDO （ 10% ，

90%）的时间 

SDO 线的分布 

电容小于 

15pF 

TVAL1 10  100 ns 

由 CS（90%）信号到 

高阻态的 SDO 的时间 

SDO 线的分布 

电容小于 

15pF 

TLZ 10  100 ns 

SDO，SCK 端 

由 SCK（10%）信号到

稳 定 的 SDO （ 10% ，

90%）的时间 

SDO 线的分布 

电容小于 

15pF 

TVAL2   100 ns 

CS 端 

一个 SPI 周期，CS 信号

高电平时间（90%） 
 TLH 10   us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

3.2    SPI  指令 

3.2.1    SPI  命令模式 

CMD（ 只发 1Byte CMD） 

 

 

 

 

 

 

                                         图 3.2   命令模式时序图 

 

3.2.2    1Byte 读/写(Single)模式 

CMD + DUMMY + w_data 

+ r_data 

（其中 w_data 为 SPI 发送的数据，r_data 为 SPI 接收的数据） 

 

图 3.3    1Byte 模式时序图 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

3.2.3    SPI 连续读/写(Burst) 模式 

CMD + DUMMY + DUMMY + w_data0 + w_data1 + …+ w_dataN 

+ r_data0 + r_data1 + …+ r_dataN 

（其中 w_data0 为 SPI 发送的数据，r_data0 为 SPI 接收的数据，依次类推） 

 

 

 

 

 

 

 

图 3.4  连续读/写模式时序图 

 

3.2.4    SPI 连续只读(Burst) 模式 

CMD + DUMMY + DUMMY + DUMMY + DUMMY + …+ DUMMY 

+ r_data0 + r_data1 + …+ r_dataN 

（其中 DUMMY 为 SPI 发送的 DUMMY 数据，r_data0 为 SPI 接收的数据，依次类推） 

 

图 3.5  连续读/写模式时序图  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

4. 电气特性 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDDA 模拟电压  2.5 2.8 3.63 V 

VDD 核心电压  1.62 1.8 1.98 V 

VDDIO 
I/O 电源

电压 

3.3V 供电模式 2.97 3.3 3.63 V 

1.8V 供电模式 1.62 1.8 1.98 V 

IADD 

工作电流 VADD =3.3V@24MHz  0.85  mA 

指纹检测

电流 
VADD =3.3V@24MHz  16  uA 

待机电流 VADD =3.3V@24MHz  0.05  uA 

IDD 

工作电流 VDD =1.8V@24MHz  1.55  mA 

指纹检测

电流 
VDD =1.8V@24MHz  4.5  uA 

待机电流 VDD =1.8V@24MHz  0.05  uA 

TA 工作温度  -20  60 °C 

ST 存储温度   -65 150 °C 

5. 外围电路 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

供应电压： 

DVDD : 1.8V 

AVDD : 2.8V 

VDDIO : 1.8V  or  2.8V（根据 MCU 的 I/O 电压选择）  



 

                                                                                                      
 

6. 联系方式 

 

 

 

深圳贝特莱电子科技有限公司 

SHENZHEN BETTERLIFE ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 

地址：深圳市南山区高新科技园中区软件园 4栋 403 室 

电话：0086-0755-26425882 

传真：0086-0755-26741889 

网站：www.blestech.com 

 

 


